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“第六届软科学国际研讨会”征文通知
研究会团体会员单位、理事、会员，各部委、省、市、自治区政策研究室，省、市、自治区科技厅（局）调研室，金融机构，高校管理学院、科技处以及有关软科学研究机构和研究人员：

当前我国正大力发展战略性新兴产业，依靠科技进步与创新，振兴传统产业，引领可持续发展，使科技创新成果更广泛地惠及民生。在世界经济大调整大变革中，无论是发展中国家还是发达国家，都想抓住绿色经济发展带来的契机，培育以低碳排放为特征的新的经济增长点。如何在后国际金融危机时期，把加快经济发展方式转变同坚持走中国特色新型工业化道路结合起来，是我们软科学研究关注的重点。中国软科学研究会拟定于2010年11月在北京举办以“科技进步与可持续发展”为主题的“第六届软科学国际研讨会”。征文事项如下：

一、会议主题
科技进步与可持续发展
二、会议专题：  

1．绿色经济与低碳技术

2. 依靠科技进步调整产业结构
3、其它
     三、征文要求

1、文章必须未公开发表过；

2、文章应该包括题目、作者姓名、作者单位、摘要、关键词、正文和参考文献。请严格按照“第六届软科学国际研讨会”论文格式的要求撰写。
3、请填写作者联系表，并随中文版论文全文发电子邮件至gjhzdh@126.com (如您的研究领域不在征文选题范围内，凡归属为软科学研究稿件也被接收)。

4、本届会议征文一律提交电子文稿。

5、征文截止日期：2010年8月9日。

四、联系方式

地    址：北京市三里河路54号271室   中国软科学研究会

邮政编码：100045

电话/传真：010-89500163 13811120200
联系人：司国辉

投稿信箱：gjhzdh@126.com
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